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Halvledergeometrien i de
integrerede kredse bliver
stadig finere, og flere af de
forende halvlederproducen-
ter er nu i stand til at levere
IC’eri 65 nanometer CMOS-
teknologi, som i dag er sta-
te-of-the-art inden for halv-
lederprocesserne. Ved at
gore geometrien i IC’erne
mindre og mindre har halv-
lederindustrien lige siden
fremkomsten af de fgrste
integrerede kredse for over
fyrre ar siden vaeret i stand
til, stort set hvert andet ar,
at fordoble antallet af tran-
sistorer pa en chip. IC’erne
har sédledes fulgt den ud-
vikling (ogsé kaldet Moore’s
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Xilinx forst med 65 nm FPGA-
teknologi

Californiske Xilinx har udvidet sin populaere Virtex familie med FPGA:kredse i 65 nm CMOS-teknologi,
og er dermed endnu en gang forst pa markedet med programmerbar logik i nyeste halvlederproces

- Med vor nye 65 nm teknologi far vi mulighed for at tage en endnu stgrre bid af det 22
milliarder dollar store ASIC/ASSP-marked, forudsa Sandeep Vij, der her demonstrerer
en wafer fra UMC med de nye 65 nm FPGA’er

lov), som Gordon Moore for-
udsagde hos Fairchild Se-
miconductor i midten af
1960’erne, nemlig at det var
muligt for hver ny halvle-
dergeneration at fordoble
antallet af transistorer i
IC’erne ved at nedskalere
halvledergeometrier:- Med
denne skalering har man
séledes - fra
1960%r til i dag kunnet gge
densiteten af transistorer
fra to transistorer/mm? til
tre millioner transistorer/
mm? Den hgje integration
giver en raekke fordele, sd-
som flere funktioner pé en
chip, bedre performance,
stgrre palidelighed, minia-
turisering og lavere kost-
pris. Det giver mulighed for
at bygge kompakt elektro-
nikudstyr med avancerede
funktioner til relativ lav
pris.

Det er ikke kun ASIC-
kredse og custom IC'er, der
er pa forkant med den nye
generation af halvlederpro-
cesser. Ogsd FPGA (field

midten -af

programmable gate array)
kredsene fplger godt med,
idet californiske Xilinx
(www.xilinx.com) nyligt
har demonstreret de fgrste
FPGA-chips i sin nye 65 nm
generation af Virtex fami-
lien. Xilinx er dermed end-
nu en gang fgrst p4 marke-
det med FPGAer i den nye-
ste halvledergeometri, lige-
som man var det med 90 nm
teknologien i Virtex-4 seri-
en for to ar siden. Enheder-
ne i Virtex familien er i dag
de mest udbredte FPGA'er
pé markedet, og har siden
lanceringen i slutningen af
1990%erne opndet et akku-
muleret salg pa over 4 mil-
liarder dollar. Virtex FP-
GA’erne er blevet en popu-
laer platform for en bred
vifte af hgjtydende applika-
tioner, sdsom tradlgse base-
stationer, netvaerks- og tele-
kom-infrastrukturen, vi-
deo- og audioudstyr, indu-
striel kontrol etc. Specielt
har Xilinx haft succes med
90 nm Virtex-4 serien, og

Xilinx' produkichef, Tim Hemken, demonstrerer her et eksempel pG en optimeret Virtex
FX platform med 10 Gbit/s serdes transceivere
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har til dato leveret mere
end 10 millioner enheder af
denne type.

- Virtex-4 i 90 nm tekno-
logi var den fgrste FPGA,
hvor der blev anvendt tre
typer af gateoxider, si det
blev muligt selektivt at op-
timere enheden for perfor-
mance, power og spending,
og denne form for innovati-

Her demonstreres to 300 mm wafere fra hho. 1

nologi er skaleret til 65 nm
generationen, hvor effekt-
forbruget endnu en gang er
halveret (i forhold til 90
nm), og samtidig er kerne-
speendingen reduceret fra
1,2 V (90 nm) til 1 V (65
nm). Hgjere performance
opnds gennem at gge silici-
um atomernes mobilitet ved
at patrykke et stress pa si-
liciummaterialets overfla-
de. Dermed kan man sndre
den sakaldte lattice kon-
stant (separationen mellem
silicium atomerne) og mo-
dulere mobiliteten uden at
pge laekstrgmmen. I NMOS
gores dette ved at placere et
lag af nitrid omkring tran-
sistoren, sd der dannes et
treekagtigt stress i kana-
len. Atomernes ggede mobi-
litet giver hgjere perfor-
mance, og den lavere span-
ding giver et reduceret AC
effektforbrug.

For at kunne udnytte den
fulde spaending i transisto-
rerne og undgé IR spaen-
dingsfald, skal alle termi-
naler (source, drain og gate
elektroder) i transistoren
have lav modstand. Derfor
har det veeret ngdvendigt at
erstatte @ldre silikat mate-
rialer (for eksempel kobolt
anvendt 1 90 nm) med nik-
kel i 656 nm CMOS-teknolo-
gien, hvor den fysiske gate-
leengde kun er 40 nm. Ifglge

il

den nye generation af 65 nm Virtex FPGA'er

on vil vi fortsette i den nye
65 nm generation, fortalte
firmaets vice president for
global marketing, Sandeep
Vij, p4 en topkonference for
den globale elektronikfag-
presse i Monterey, Califor-
nien, USA ultimo februar.

Effekiforbruget
halveres

Med introduktionen af tri-
ple oxid teknologien i 90 nm
generationen var Xilinx i
stand til at halvere det sta-
tiske effektforbrug i forhold
til den foregéende generati-
on af FPGA’er. Denne tek-

Xilinx har anvendelsen af
nikkel silikat og low-k di-
elektrikum givet betydelige
forbedringer i 65 nm pro-
cessen, specielt med hensyn
til performance og effekt-
forbrug.

De nye 65 nm Xilinx FP-
GAler bliver produceret pé
300 mm wafere hos japan-
ske Toshiba og taiwanske
UMC, som tilsammen har
en kapacitet pa over 15.000
walere pr. maned.

Optimerede platforme
Xilinx introducerede mar-
kedets farste FPGA-plat-

form i slutningen af
1990’erne med lanceringen
af Virtex-1I familien, som
har en struktur, der ggr det
muligt at inkorporere hér-
de IP (intellectual property)
kerner. Den naste genera-
tion, Virtex-II Pro, udnyt-
tede denne teknologi ved at
integrere IBM PowerPC
kernen og multi-gigabit
transceivere, og det blev no-
get af et vendepunkt for an-
vendelsen af FPGA'er i ap-
plikationer, som kraver se-
rielle high-speed forbindel-
ser, DSP-funktionalitet og
embeddede processorer.
Med Virtex-4 familien blev
dette koncept yderligere ud-
bygget med tre sékaldte do-
maneoptimerede  platfor-
me, hvor designerne kan
valge det optimale mix af
ressourcer for at opnd den
hgjeste funktionalitet og
performance til laveste
kostpris. Det drejer sig om
LX platformen optimeret
for logik, SX-platformen op-
timeret for DSP-funktiona-
litet og FX-platformen opti-
meret for serielle I/0-for-
bindelser og CPU-kraft.
Dette koncept bliver vide-
refgrt i den nasste generati-
on atVirtex platforme base-
ret pd 65 nm teknologien,
som er softwarekompatibel
med de eksisterende Virtex
generationer, og hvor IP

"oshiba og UMC samt et demoboard med

kerner kan genbruges i alle
serier.

- Den ggede performance
og lavere kostpris, som kan
opnds gennem avancerede
procesteknologier, har
medfprt, at FPGA-kredsene
traznger ind pd nye omra-
der, sdsom DSP, serielle
high-speed og embeddede
applikationer. Denne trend
vil yderligere blive accelere-
ret. med vor nye 65 nm tek-
nologi og give os mulighed
for at tage en endnu storre
bid af det 22 milliarder dol-
lar store ASIC/ASSP mar-
ked, forudsa Sandeep Vij.



